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1.1 Rozsah Tento standard je souhrnem kritérií přijatelnosti pro vizuální kontrolu kvality elektronických sestav. Nezahrnuje
kritéria pro hodnocení řezů a výbrusů.

V tomto dokumentu jsou obsažena kritéria přijatelnosti pro výrobu elektrických a elektronických sestav. Starší standardy pro
elektronické sestavy obsahovaly ucelenější pokyny a technologie. Pro hlubší porozumění doporučením a požadavkům v tomto
dokumentu lze tento dokument používat se standardy IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 a IPC J-STD-001.

Kritéria, obsažená v tomto dokumentu, nemají za cíl definovat postupy, jak provádět montážní operace a též nejsou určena
pro schvalování oprav/modifikací nebo změn zákazníkova výrobku. Např. uvedená kritéria pro přichycování komponentů
adhezivem neznamenají/neopravňují/nepožadují, že k přichycení bude použito adhezivum, obrázek vývodu otočeného kolem
pájecího zakončení ve směru hodinových ručiček neznamená/ neopravňuje/nepožaduje, že všechny vývody/dráty musí být
obtáčeny ve směru hodinových ručiček.

Uživatelé tohoto standardu by měli být seznámeni s příslušnými požadavky dokumentu a se způsobem jejich aplikace,
viz 1.3.

IPC-A-610 obsahuje kritéria překračující rozsah IPC J-STD-001, kde jsou definovány požadavky pro manipulaci, mechanické
a operativní zpracování. Tabulka 1-1 podává souhrn souvisejících dokumentů.

IPC-AJ-820 je podpůrný dokument, který podává informace o záměru a obsahu této specifikace a vysvětluje nebo rozvíjí
technické důvody pro přechod limitů kritérií od Cílového po Závadový stav. Navíc jsou tyto doplňkové informace poskytovány
pro širší pochopení procesních úvah spojených s charakteristikami, které ale obvykle nejsou rozpoznatelné vizuálními
kontrolními metodami.

Tabulka 1-1 Přehled souvisejících dokumentů

Účel dokumentu
Číslo

specifikace Definice
Standard pro návrhy
(design)

IPC-2220-FAM
IPC-7351
IPC-CM-C770

Požadavky na návrhy ukazují tři úrovně složitosti (Úrovně A, B a C), které se liší
jemnější geometrií, většími hustotami, vyšším počtem procesních kroků produkce
výrobku.
Směrnice pro komponenty a proces montáže slouží jako pomůcka při navrhování
neosazených desek, pro montáže, kde se procesy neosazených desek zaměřují na
topologii plošek pro povrchovou montáž, a pro procesy montáže, které se zaměřují
na principy povrchové montáže a montáže do otvorů. Tyto principy jsou obvykle
zahrnuty do doporučení pro návrh a do dokumentace.

Požadavky na DPS –
desky plošných spojů

IPC-6010-FAM
IPC-A-600

Požadavky a kontrolní dokumentace pro tuhé, kombinované a flexibilní a jiné typy
substrátů.

Dokumentace
k výrobkům

IPC-D-325 Dokumentace popisující požadavky na neosazené desky pro konečné výrobky
navržené zákazníkem, nebo požadavky na montáž finální sestavy. v podrobnostech
může, ale nemusí, být odkaz na oborové specifikace nebo standardy zpracování,
jakož i vlastní preference zákazníka nebo požadavky interních norem

Požadavky pro pájené
elektrické a elektronické
sestavy

J-STD-001 Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy zobrazující minimální
přijatelné charakteristiky konečných výrobků a metody vyhodnocování (testovací
metody), četnost testování a aplikovatelnost požadavků kontroly procesu.

Kritéria přijatelnosti
elektronických sestav

IPC-A-610 Obrazový interpretační dokument, který uvádí různé charakteristiky desek a/nebo
sestav s ohledem na žádoucí stavy překračující minimální přijatelné charakteristiky
uvedené ve standardech pro provedení finálních sestav, a který popisuje různé
podoby nepřijatelných stavů (Indikace odchylky nebo Závada) s cílem napomoci
osobám, jež vyhodnocují výrobní proces při posouzení potřeby zavedení nápravného
opatření.

Programy školení
(nepovinný)

Zdokumentované požadavky na školení pro postupy a techniky vyučování a učení
se, které slouží pro zavádění kritérií přijatelnosti pro standardy finálních sestav, a také
pro standardy přijatelnosti nebo pro podrobné požadavky, vyplývající ze zákaznické
dokumentace.

Přepracování a opravy IPC-7711/7721 Dokumentace poskytující postupy nanášení konformního povlaku, odstraňování
a výměnu komponentů, opravy nepájivé masky a modifikace/opravy laminátu,
vodičů a prokovených průchozích otvorů.

Kritéria přijatelnosti elektronických sestav

Předmluva (pokrač.)

1-2 IPC-A-610G-CZříjen 2017




